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饱和压降低,典型的电流增益特性,可与 2SB1424 互补。无卤产品。 
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用于一般放大。 

P 9 3;8#,J3,%1 #;5,8707 3!#
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内部等效电路  /  Equivalent Circuit 

#

#
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印章代码  /  Marking 
#
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参数#

:;3;5 + 3#

符号#

6K52%8#

数值#

;+79A#

单位#

X97+#
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外形尺寸图  /  Package Dimensions 
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印章说明  /  Marking Instructions 
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说明：#

N：# # 为公司代码#

D"：## 为型号代码#

S-# # 为 *"E 档次代码#

**：  为生产批号代码，随生产批号变化。 

$%+ -#

N-# # # D%5,;9K#D%O !#

D"-# # :3%OJ4+#=K, !#

S：# # *"E#D8;117074;+7%91# # 6K52%8#

[[-# # B%+#$%!#D
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回流焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：# # # # # # # # # # # $%+ -#

)、预热温度 )U(～)>(℃，时间 V(～?(1 4c# # # )!:3 * ;+79A-)U(d)>(℃H#=75 -V(d?(1 4!#

'、峰值温度 'MU±U℃，时间持续为 U±(!U1 4c# # '!: ;@#= 5,!-'MU±U℃H#YJ3;+7%9-U±(!U1 4!#

R、焊接制程冷却速度为 '～)(℃.1 4!# # # # R! D%%879A#6, O-#'d)(℃.1 4!#

#

耐焊接热试验条件  /   Resistance to Soldering Heat Test Conditions 

#

温度：'V(±U℃# # 时间：)(±)#1 4!# # # # = 5,!-'V(eU℃# # =75 -)(e)#1 4#

#

包装规格  /  Packaging SPEC. 
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